附件五
东湖高新区2014年度科技创新重点项目激光专项指南

1．激光精细加工设备研发及产业化

（1）激光精密微细软钎焊设备

· 掌握60瓦高亮度光纤耦合输出半导体激光器核心技术，实现高新区内的产业配套。
· 设备实现位置精度<0.01mm；焊点最小径<0.1mm，单点焊接速度≤20ms。

· 项目实施结束年，产品形成200台（套）年产能，企业年销售收入不低于3亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于200万元，年均新增税收增长率不低于50%。

· 鼓励产业链上、下游企业联合申报。

（2）激光电路加工设备（LDS、柔性电路加工）

· 所采用的激光器须为东湖高新区内企业生产，实现高新区内的产业配套。
· 加工范围160*160*70mm，加工速度≤4m/s，加工精度±20um，激光定位精度20um。
· 脉冲重复频率1-100KHZ,加工线宽≤0.01mm,加工线速≤7000mm/s。
· 项目实施结束年，产品形成300台套年产能，企业年销售收入不低于3亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于200万元，年均新增税收增长率不低于50%。

· 鼓励产业链上、下游企业联合申报。

（3）激光触摸屏加工设备（触摸屏切割、ITO膜加工）

· 掌握用于触摸屏切割、ITO膜加工的皮秒激光器或锶激光器核心技术，实现高新区内的产业配套。
· 设备实现切割深度<1.5mm，切割精度<0.05mm，切割速度>50mm/s；最大划线速度160-200mm/s，定位精度±0.08mm，重复定位精度±0.02mm。
· 项目实施结束年，产品形成100台套年产能，年销售收入不低于1.5亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于150万元，年均新增税收增长率不低于50%。

· 鼓励产业链上、下游企业联合申报。

（4）激光半导体器件微加工设备（LED、晶圆、光伏电池加工）

· 所采用的激光器必须为东湖高新区内企业生产，实现高新区内的产业配套。

· 最大加工尺寸6英寸，350mm/s，加工范围<1400*1100mm，加工速度<1400mm/s，刻线宽度<38um。
· 项目实施结束年，产品形成100台套年产最大加工速度能，年销售收入不低于5000万元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于50万元，年均新增税收增长率不低于50%。

2．激光宏观加工设备研发及产业化

（1）高性价比激光切割设备

· 所采用的激光器须为东湖高新区内企业生产，实现高新区内的产业配套。

· 机床动态响应0.5G-1.5G，机床定位精度0.2毫米，重复定位精度0.2毫米，空行速度50米/分钟。

· 切割能力：5mm碳钢，4mm不锈钢；切割范围<3000mm*1500mm。
· 项目实施结束年，产品形成500台套年产能，年销售收入不低于2亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于200万元，年均新增税收增长率不低于50%。

· 鼓励产业链上、下游企业联合申报。

（2）高端激光切割装备

· 机床动态响应1.5G，机床定位精度0.2毫米，重复定位精度0.2毫米，空行速度100米/分钟。

· 采用直线电机、国产切割头与控制系统.
· 切割能力：20mm碳钢，15mm不锈钢；切割范围<3000mm*1500mm。
· 项目实施结束年，产品形成300台套年产能，年销售收入不低于5亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于200万元，年均新增税收增长率不低于50%。

（3）高端激光熔覆、再制造装备

· 激光器功率：≥1000-10000瓦（半导体激光器）；≥5000-10000瓦（CO2激光器）。
· 光束强度均匀，满足激光熔覆、淬火、溶凝及合金化要求。
· 加工机床：X轴行程≥3500mm；Y轴行程≥1200mm；Z轴行程≥700mm；二维摆动光头（最大摆动角±135°）。
· 工艺要求：熔覆层最高硬度HRC60；熔覆层最大厚度5mm；无裂纹、气孔、夹杂等缺陷；最大熔覆速率8KG/H。
· 总体要求具备大型三维复杂曲面（如汽车模具）表面激光数控编程自动熔覆再制造功能。
· 项目实施结束年，产品形成50台套年产能，年销售收入不低于1亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于200万元，年均新增税收增长率不低于50%。

（4）数字化激光钣金件制造解决方案

· 所采用的激光设备须为东湖高新区内企业生产，实现高新区内的产业配套。

· 面向钣金行业，建立数字化激光钣金件制造示范基地，提供钣金加工整体解决方案。实现逐步推广激光切割、激光焊接设备在数字化、自动化钣金件生产线上的应用，带动激光切割、激光焊接的市场。

· 项目实施结束年，年加工销售收入不低于3亿元；武汉市场的占有率达到70%及以上。项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于300万元，年均新增税收增长率不低于50%。

（5）光纤激光无序毛化装备
· 最大工件直径Φ650 mm；最小工件直径Φ200 mm；最大工件长度≤4.8m；最大工件重量≤8T；输入电功率40kW；设备总重量≤2.1T。
· 毛化粗糙度Ra0.5～15μm可调；粗糙度均匀性±4%；轴向毛化点密度3-100点/mm；周向毛化点密度为随机无序，上限99kHz，下限5kHz；毛化点直径50-80μm；毛化加工头多头间距智能可调。
· 项目实施结束年，形成年产光纤激光无序毛化装备10台套产能，项目实现年销售收入1.2亿元。项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于200万元，年均新增税收增长率不低于50%。
3．医疗激光设备研发及产业化

（1）多波长、多功能激光医疗集成设备

· 综合利用532纳米绿激光、1470纳米半导体激光、2100纳米钬激光，研制能满足泌尿系肿瘤、良性前列腺增生、结石、息肉等泌尿系乃至全科室疾病综合治疗需求的高端激光医疗设备，能根据需求在不同波长及工作方式进行多种波长激光治疗设备配置的自由选择、灵活切换、一机多用。获得相关国家医疗设备销售资质。

· 项目实施结束年，产品形成100台套年产能，年销售收入不低于3亿元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于300万元，年均新增税收增长率不低于50%。

（2）激光治疗、美容、康复医疗设备

· 针对激光技术在白癜风甲癣治疗、淡斑点痣、脱毛去皱、丰胸溶脂等激光美容康复领域的迫切需求，实现激光美容康复设备核心器件研发及产业化。

· 面向牙科、内科、外科、肿瘤科、皮肤科等激光诊断、治疗设备，基于半导体激光器、LED等开发的量大面广的激光治疗、美容、康复医疗设备。

· 每个项目结束年，年销售收入不低于3000万元；项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于100万元，年均新增税收增长率不低于50%。

4．工业激光器研发及产业化

（1）100瓦-1000瓦连续光纤激光器产品
主要技术指标：
	工作模式
	连续

	偏振状态
	随机

	输出功率（瓦）
	100
	300
	500
	1000

	最大调制频率（kHz）
	50

	激光波长（纳米）
	1070

	输出功率稳定性（%）
	±0.5

	输出光纤（微米/BPP，毫米×毫弧度）
	50/2; 100/5; 200/10

	技术水平
	国际先进


· 满足高新区内激光宏加工中切割、焊接的需求，实现区内配套。

· 项目实施结束年，产品形成500台年产能，年销售收入2亿元。

（2）300瓦红外、100瓦绿光准连续碟片激光器

主要技术指标：

	工作模式
	准连续

	偏振状态
	随机

	输出功率（瓦）
	300（1030纳米）
	100（515纳米）

	脉冲重复频率（kHz）
	50

	激光波长（纳米）
	1030、515

	光束质量（BPP，毫米×毫弧度）
	8

	输出功率稳定性（%）
	±1.5

	技术水平
	国际先进


· 满足高新区内激光精密加工中切割、刻蚀、退火等需求，实现高新区内的配套。
· 项目实施结束年，产品形成100台年产能，年销售收入不低于3000万元。

（3）1000瓦径向偏振CO2激光器

主要技术指标：

	考核内容
	指标

	激光波长（μm）
	10.6

	额定输出功率（W）
	200-1000

	长时间激光功率波动
	(2%

	激光模式
	TEM01*

	偏振方式
	径向偏振

	径向偏振纯度
	90%

	工作方式
	0～2500 Hz；CW


· 项目实施结束年，产品形成300台年产能，年销售收入不低于1亿元；在高新区内形成配套，高新区内市场占有率达到70%及以上。项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于100万元，年均新增税收增长率不低于50%。

（4）1000瓦高效率脉冲固体激光器

主要技术指标：

	考核内容
	指标

	激光波长（μm）
	1.06

	额定输出功率（W）
	1000

	长时间激光功率波动
	(2%

	激光模式（毫米毫弧度）
	≤20

	偏振方式
	随机

	工作方式
	脉冲：0～200 Hz


· 项目实施结束年，产品形成500台年产能，年销售收入不低于5000万元；在高新区内形成配套，高新区内市场占有率达到70%及以上。项目实施期内，企业在高新区税收年新增不低于100万元，年均新增税收增长率不低于50%。
